
НАСТРОЙКИ ПРОЕКТОВ

В LPCXPRESSO IDE
Параметры и настройки

формирования

Рассмотренные выше операции по

формированию и отладке пользова�

тельского приложения выполнялись с

параметрами и настройками создан�

ного проекта, заданными по умолча�

нию. Однако пакет LPCXpresso IDE пре�

доставляет разработчику возможность

задавать эти параметры для каждого

проекта путём использования соответ�

ствующих диалоговых окон.

Для получения доступа к парамет�

рам и настройкам проекта необхо�

димо отметить курсором в окне обо�

зрения проводника проектов Project

Explorer позицию табуляции этого

проекта и выбрать в главном меню

Project > Properties, после чего по умол�
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чанию откроется раздел Resource диа�

логового окна Properties (см. рис. 15),

где настройки исследуемого проекта

сгруппированы в окне Properties в ви�

де иерархического дерева с темати�

ческим расположением узлов. В раз�

деле Resource содержатся сведения о

типе исследуемого ресурса (в нашем

случае проекта), его названии, пути к

нему, дате последней модификации,

типе кодировки его текстовых файлов

и т.п.

При выборе курсором в иерархичес�

ком дереве узла Builders открывается

одноимённый раздел диалогового ок�

на Properties. В этом разделе разработ�

чик может выбрать, какие инструмен�

ты формирования (Builders) будут за�

даны в исследуемом проекте и в каком

порядке они будут запускаться на вы�

полнение. Используя соответствую�

щие кнопки, можно задать для исполь�

зования новые (не отображённые в

окне) инструменты формирования, а

также импортировать их извне. Можно

также сконфигурировать порядок и

условия запуска на выполнение каждо�

го инструмента формирования, пред�

варительно отметив его строку табу�

ляции курсором и щёлкнув на кнопке

Edit…, после чего откроется окно Confi�

gure Builder.

При выборе узла C/C++ Build отк�

рывается одноимённый раздел диа�

логового окна Properties. В этом раз�

деле разработчик может задать дета�

ли и особенности выполнения

используемого для проекта инстру�

мента формирования. В поле Con�

figuation: окна этого и некоторых дру�

гих разделов можно выбрать, доба�

вить, удалить или переименовать

конфигурацию компоновки проекта,

для которой производится задание

параметров. Активная на данный мо�

мент конфигурация компоновки от�

мечена в поле Configuation словом [Ac�

tive]. Чтобы сделать активной другую

конфигурацию, необходимо щёлк�

нуть на кнопке Manage Configuations…,

после чего откроется одноимённое

диалоговое окно с перечнем всех до�

ступных конфигураций компоновки.

В этом окне следует отметить пози�

цию табуляции требуемой конфигу�

рации курсором и воспользоваться

кнопками Set Active и OK.

В поле Makefile generation включён�

ная по умолчанию настройка Generate

Makefiles automatically обеспечива�

ет автоматическую генерацию make�

файла проекта. Разделы Build Variables,

Discovery options, Environment окна

Properties предназначены для органи�

зации управления переменными фор�

мирования и процессом формирова�

ния (компиляции) для проектов в ра�

бочей области. В разделе MCU settings

можно задать (изменить) выбор МК

для проекта.

Использование инструментария LPCXpresso
для разработки приложений на базе
32�разрядных микроконтроллеров NXP
с ядрами ARM Cortex�M0 и Cortex�M3
Часть 3

Павел Редькин (г. Ульяновск)

Статья посвящена программно�аппаратному обеспечению LPCXpresso,

предназначенному для разработки и отладки приложений

для 32�разрядных микроконтроллеров семейств LPC11xx/13xx/17xx

производства NXP с ядрами ARM Cortex�M0, Cortex�M3.

Рис. 15. Раздел Resource диалогового окна Properties
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На открытой по умолчанию страни�

це Tool Settings раздела Settings можно

произвести настройку программного

инструментария, используемого при

работе с проектом: компилятора C,

ассемблера и компоновщика (см.

рис. 16). Настройки компилятора C

(MCU C Compiler) включают узлы пара�

метров, относящихся к работе предп�

роцессора (Preprocessor), заданию от�

носящихся к нему директив и симво�

лов (Symbols), указанию пути к место�

положению каталога подключаемых

файлов проекта в рабочей области (Di�

rectories), заданию уровня оптимиза�

ции кода на языке C при компиляции

(Optimization), уровня (глубины) от�

ладки (Debugging), перечня и характе�

ра генерируемых в ходе компиляции

сообщений (Warnings), управляющих

флагов для компилятора (Miscella�

neous), а также заданию используемой

проектом архитектуры МК целевой

системы (Target).

Текущие заданные настройки ком�

пилятора C перечислены в поле All op�

tions: (см. рис. 16). По мнению автора,

особый интерес для разработчика

представляет параметр, задающий уро�

вень оптимизации кода на языке C при

компиляции (Optimization Level), зна�

чение которого можно выбрать из не�

скольких возможных вариантов, как

показано на рисунке 17.

Напомним, что оптимизация кода

при компиляции используется для ми�

нимизации его результирующего раз�

мера с целью экономии флэш�памяти

МК. По утверждению производителя,

более высокие уровни оптимизации в

общем случае будут приводить к уско�

рению выполнения кода приложения,

но также к увеличению размера этого

кода [2]. Для отладки приложения

производитель рекомендует задавать

минимальный уровень оптимизации

(–O0), а для выгрузки (при окончатель�

ной записи кода в МК) – более высокие

уровни оптимизации. Влияние задан�

ного уровня оптимизации на резуль�

тирующий размер его кода можно оце�

нить с помощью полученных автором

экспериментальных данных, представ�

ленных в таблице. Приведённые в таб�

лице значения взяты из информации,

отображаемой по завершении форми�

рования проекта в окне обозрения

Console.

Доступ к настройкам ассемблера

можно получить, выбрав соответству�

ющий узел в дереве MCU Assembler. Те�

кущие настройки ассемблера будут пе�

речислены в поле All options открыв�

шегося окна; они включают параметры

общего назначения, относящиеся к за�

данию управляющих флагов и путей к

местоположению подключаемых фай�

лов (General), а также к заданию ис�

пользуемой архитектуры МК целевой

системы (Target). В параметрах узла

General можно задать такой параметр,

как уровень отладки (Debug level), оче�

видно, представляющий собой степень

детализации показа ассемблерных

инструкций при пошаговой передаче

управления в программе в ходе её от�

ладки/выполнения.

Доступ к настройкам компоновщи�

ка можно получить, выбрав соответ�

ствующий узел в дереве MCU Linker.
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Рис. 16. Страница Tool Settings раздела Settings диалогового окна Properties

Рис. 17. Задание уровня оптимизации кода на C при компиляции Optimization Level

*Реальный размер файла Pro_Led_led.axf значительно превышает приведённые в таблице значения, однако этот файл

является входным для отладчика, но не является кодом «прошивки» флэш�памяти МК

Связь между уровнем оптимизации компилятора C с результирующим размером кода для проекта

Pro_Led_led

Уровень оптимизации (Optimization Level)
Размер кода из файла Pro_Led_led.axf*

text dec hex

None (�O0) 2668 3192 c78

Optimize (�O1) 2516 3040 be0

Optimize more (�O2) 2404 2928 b70

Optimize most (�O3) 2372 2896 b50
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Текущие настройки компоновщика

будут перечислены в поле All options

открывшегося окна; они включают уз�

лы параметров общего назначения

(General), задание библиотек (Li�

braries), управляющих флагов для

компоновщика (Miscellaneous), наст�

роек общедоступных библиотек

(Shared Library Settings), а также ис�

пользуемой архитектуры МК целевой

системы (Target).

В разделе Settings, помимо страницы

Tool Settings, представлены страницы

Build Steps, Build Artifact, Binary Parsers и

Error Parsers. На странице Build Artifact

можно задать тип, название и расши�

рение файла, являющегося резуль�

татом формирования, страницы Bina�

ry Parsers и Error Parsers содержат

настройки, позволяющие задавать

инструментальные анализаторы кода

и ошибок, используемые при форми�

ровании.

В разделе Tool Chain Editor диалогово�

го окна настроек проекта Properties

можно выбрать набора программный

инструментарий (поле Current tool�

chain:), а также указать инструмент

формирования из состава выбранного

набора (поле Current builder). Если в

разделе Tool Chain Editor щёлкнуть на

кнопке Select Tools…, то откроется од�

ноимённое диалоговое окно, в кото�

ром можно выбрать для каждой ис�

пользуемой категории инструменталь�

ных средств формирования Used tools

(компилятор C++, компилятор C, ассе�

мблер, компоновщик, компоновщик

C++) соответствующий вариант из

списка доступных инструментальных

средств Available tools, как показано на

рисунке 18.

Настройки и параметры узла C/C++

General диалогового окна Properties

определяют, какой инструментарий

отображения должен использоваться,

чтобы определять вид и возможности

редактора LPCXpresso IDE. К послед�

ним относятся генерация коммента�

риев, подсветка синтаксиса и т.д.

В разделе Code Style узла C/C++ Ge�

neral можно задать параметры, отно�

сящиеся к стилю, особенностям пред�

ставления, отступам и т.д. различных

программных конструкций исходно�

го текста на языке C. Текущие парамет�

ры исходного текста в виде примеров
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фрагментов программных конструк�

ций можно наблюдать в поле Preview.

Раздел Paths and Symbols узла C/C++

General содержит несколько страниц.

По умолчанию отрыта страница In�

cludes, с которой можно задать (изме�

нить) пути к подключаемым файлам

проекта. На странице Symbols можно

задать (изменить) список символов

препроцессора. На странице Library

paths можно задать (изменить) пути к

используемым в проекте библиотекам.

На странице Source location можно за�

дать (изменить) путь к исходным фай�

лам проекта.

На странице References можно кор�

ректировать принадлежность опорной

информации исследуемого проекта к

различным конфигурациям компо�

новки этого проекта. Здесь отобража�

ются все проекты, которые доступны

для использования в качестве опорной

информации. Напомним, что в качест�

ве опорной информации для нашего

проекта был задан библиотечный про�

ект CMSISv1p30_LPC17xx. Помимо это�

го, на странице References отобража�

ются все конфигурации исследуемого

проекта; активная конфигурация от�

мечена словом [Active]. Чтобы задать

принадлежность опорного проекта

требуемой конфигурации компонов�

ки исследуемого проекта, следует по�

метить его позицию табуляции галоч�

кой в квадрате слева (может быть поме�

чена только одна конфигурация).

В узле Project References может быть

задана (отменена) принадлежность

доступных опорных проектов иссле�

дуемому проекту в целом (ко всем его

конфигурациям компоновки). В узле

Refactoring History можно наблюдать в

виде иерархического дерева хроноло�

гический отчёт о действиях пользова�

теля, касающихся всех модификаций

исследуемого проекта.

Параметры и настройки

конфигурации

выполнения/отладки

Доступ к параметрам и настрой�

кам конфигурации выполнения/от�

ладки загруженного в приложения

возможен через меню Run перспек�

тивы Debug (Run > Run Configura�

tions. . . или Run > Debug Configura�

tions. . .). Кроме того, можно выбрать

в окне обозрения «быстрого» запус�

ка Quickstart Panel > Debug and Run >

> Open debug configurations. После

этого откроется одноимённое диа�

логовое окно конфигурации отлад�

ки (см. рис. 19).

На открытой по умолчанию страни�

це Main окна конфигурации отладки

Debug Configurations можно выбрать

для задания параметров отладки лю�

бую из двух конфигураций компонов�

ки приложения (Debug и Release) пу�

тём выбора её строки табуляции из

выпадающего меню. Указанный вы�

бор можно также произвести, отме�

тив курсором позицию табуляции

требуемой конфигурации компонов�

ки в иерархическом дереве в левой

части окна. На этой же странице мож�

но задавать (идентифицировать) наз�

вание выполняемого/отлаживаемого

проекта, а также название используе�

мого для отладки файла кода прило�

жения.

На странице Debugger окна конфи�

гурации отладки можно задавать па�

раметры и настройки используемого

отладчика. Включение настройки Stop

on startup at: main позволяет после

сброса целевого МК начать выпол�

нение/отладку приложения с вызова

основной функции main его управля�

ющей программы. На странице Source

окна конфигурации отладки можно

задавать используемые для отладки ис�

ходные файлы и пути к ним. На стра�

нице Common окна конфигурации

отладки можно задавать настройки об�

щего назначения, связанные с отобра�

жением и сохранением ресурсов при�

ложения.
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Рис. 19. Диалоговое окно конфигурации отладки Debug configurations

Рис. 18. Диалоговое окно выбора инструментальных средств Select Tools
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Поставки крупных
ЖК�панелей выросли
во II кв.

Поставки жидкокристаллических пане�

лей крупного размера увеличились до

180,8 млн. во втором квартале 2011 г., что

на 11% больше по сравнению с первым

кварталом и на 6% больше по сравнению

с прошлогодними показателями. При

этом доходы производителей составили

$19,3 млрд., что на 11% лучше по сравне�

нию с первым кварталом, но на 16% хуже

по сравнению с прошлым годом, – отмеча�

ет аналитическое агентство DisplaySearch.

Согласно экспертам, отрасль ЖК�пане�

лей более года страдала от перепроизвод�

ства. И первый квартал 2011 г. стал точкой

минимума. Во втором квартале цены не�

много стабилизировались, а поставки и до�

ходы увеличились. Тем не менее, аналити�

ки считают, что это лишь кратковременное

улучшение ситуации, и застойное состоя�

ние мировой экономики не позволит отрас�

ли существенно подняться.

Большинство производителей ЖК�теле�

визоров снизили прогнозы касательно

спроса на свою продукцию. Это позволит

им сократить затраты и удерживать склад�

ские запасы на низком уровне.

http://www.digitimes.com/

В августе цены на NAND
снижаются медленнее

Согласно данным DRAMeXchange, кон�

трактные цены на NAND�память в первой

половине августа снижались менее резко

по сравнению с июлем. Так, MLC�микросхе�

мы массового сегмента подешевели всего

на 1…2%.

Отраслевые источники связывают улуч�

шение ситуации на рынке с активизацией

компании Apple. Разработчик легендарных

iPad и iPhone с начала августа начал раз�

мещать объёмные заказы на флэш�память.

Кроме того, отмечается увеличение

спроса на карты памяти для телефонов.

Тем не менее, аналитики не берутся про�

гнозировать, сможет ли увеличение спро�

са успеть за ростом темпов производства.

Если нет, то тенденция к снижению цен в

отрасли может сохраниться. Ключевые

игроки рынка, такие как Samsung Electro�

nics, Toshiba и Micron, продолжают расши�

рять объёмы производства NAND�памяти

во втором полугодии.

По состоянию на начало августа кон�

трактные цены на 32�Гбит MLC NAND�чипы

упали на 0,5…1,5%. TLC�чипы такой же

ёмкости подешевели на 7%. Средние цены

на 16� и 64�Гбит MLC�микросхемы упали на

2 и 1% соответственно.

http://www.digitimes.com/

Elpida выпустила 25�нм
DDR3�чипы

Японская компания Elpida Memory с гор�

достью заявила о запуске производства

DRAM�чипов, выполненных по проектным

нормам 25 нм. Также она утверждает, что

её новые 2�Гбит микросхемы DDR3�памя�

ти, которые функционируют с эффектив�

ной частотой 1866 МГц, являются самыми

компактными в отрасли.

По сравнению с 30�нм решениями, 25�нм

чипы отличаются на 15% меньшим током

нагрузки в рабочем режиме, а экономия в

режиме ожидания достигает 20%. Новые

чипы Elpida нацелены на использование в

настольных ПК и серверных приложениях,

но производитель обещает также выпус�

тить 25�нм решения для мобильных уст�

ройств.

Кроме того, Elpida планирует запус�

тить производство 25�нм чипов ёмкостью

4 Гбит. Это может случиться уже в текущем

году.

http://www.elpida.com/

Количество устройств
с поддержкой 802.11n
возрастёт на 465%
к 2015 г.

Компания In�Stat провела исследование,

согласно которому число устройств с под�

держкой Wi�Fi 802.11n возрастёт к 2015 г.

на 465%. За последний год во всём мире

число приобретённых электронных уст�

ройств с поддержкой данного протокола

составило 53 млн., а в следующем году

аналитики прогнозируют рост их числа до

82 млн. К 2015 г. количество подобных

решений, приобретаемых по всему миру,

достигнет 300 млн. единиц в год.

Более ранние версии протокола Wi�Fi,

такие как 802.11a/b/g, используют для свя�

зи частоту 2,4 ГГц. В отличие от них, Wi�Fi

802.11n работает на частоте 5 ГГц. Данный

протокол позволяет устройствам переда�

вать информацию на более высокой ско�

рости и больших расстояниях. Теоретичес�

кая граница скорости передачи данных для

802.11n составляет 600 Мбит/с. Для срав�

нения, 802.11g позволяет устройствам

обмениваться данными на скорости до

54 Мбит/с.

Важность протокола Wi�Fi для современ�

ной мобильной электроники сложно перео�

ценить. Так, аналитики из In�Stat прогнози�

руют, что к 2013 г. 85% всех производимых

е�ридеров будут поддерживать этот стан�

дарт беспроводной связи. Кроме того, за

2013 г. по всему миру будет продано около

750 млн. смартфонов с поддержкой Wi�Fi

различных версий.

Несмотря на то что на сегодняшний день

именно 802.11n является последней верси�

ей протокола, различные производители

под эгидой Wi�Fi Alliance готовятся в ско�

ром времени внедрить его замену. Она по�

лучит название 802.11ac, будет также ра�

ботать на частоте 5 ГГц и позволит пере�

давать данные на скорости до 1 Гбит/с.

Новые спецификации стандарта будут

внедрены в 2012 или 2013 г.

http://www.cnet.com/
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